
，

Zn等を添加した多元系合金が各社で検討されコめU その欠点を改善するこ

とにより

Pbフリーめっきの開発を行った。その検討結果につい

て

基材は

0.4mmtのタフピッチ銅（C1100）条を馬ハ擻

S2めっき
は 0.5μmとし，Pdの下地に厚さ 1.0

墈5

下地Snの二層めっきにすることで，加工性，耐熱性の改善が可能

になる。また，二層にすることで全体のBi量を低下させることができるため，接合用はんだへの汚染も



－

2.3 評価項目

2.3.1 金属間化合物生成速度

155℃× 16h大気加熱前後のはんだ減少量で評価した。はん

だ厚はコクールR-50浴中でアノード電流密度20mA/cm2の定

電流溶解法にて測定した。

2.3.2 はんだ濡れ性

メニスコグラフ法にて評価した。浸漬速度10mm/sec
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3.3.2 金属間化合物生成速度

72hr加熱前後でのはんだ厚減少量で拡散速度を評価した。加

熱温度は



－

3.4.3 曲げ加工性

曲げ加工性の評価は曲げ部観察によって4段階評価を行った。

評価基準を写真1に，評価結果を図6に示す。曲げ加工性にお

いては単層と二層の差が歴然と現れている。単層被膜ではBi濃

度を1.7%まで低くしてもクラックが大きく発生しているが（レ

ベル 1）






